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            SFT-Test Fixture

Grundsystem SFT-Test Fixture GR228x_1/_2 /_3

SFT-Test Fixture Wechselcassette_1/_2/_3

Zur Kontaktierung von elektronischen  Schaltgruppen  hat
MOWA Prüftechnik GmbH eine neue Technologie geschaffen,
die SFT-Test Fixture Technologie.

Für ISO9001 - / TS16949 - zertifizierte Kunden

ein "Muss"

" Prüfung nach dem neuesten Stand der Technik " 

Diese innovative Technologie ist für alle anstehenden Auf-
gaben zur  Kontaktierung  von  PCBs  bestens geeignet und
bietet erhebliche Vorteile gegenüber anderen Technologien.

Risse an den Ball - Points von  BGAs, FPGAs,  an  den
Anschlüssen von LSIs sowie an Keramikkondensatoren

SFT-Test Fixture Wechselcassette

Mechanisch stressfreie Prüfung:

In konventioneller Technologie mit Dichtung, bzw. Haube
mit Niederhaltern, ist  Ihre  Schaltgruppe  einem extremen
mechanischen Stress ausgesetzt. Die  Schaltgruppe (PCB /
UUT)  wird   in   der   dynamischen   Anzugsphase   leicht
deformiert, bzw. wird im Endzustand  nach dem Anziehen
plan gedrückt. Dadurch können Risse an den Ball - Points
von  BGAs,  FPGAs   und   den   Anschlüssen   von  LSIs
entstehen. Auch können Risse an  Keramikkondensatoren
entstehen.

Die SFT-Test Fixture Technologie vermeidet Rissbildung,

indem die Schaltgruppe auf den Abstandshaltern

direkt aufliegt. Es wird nur die  SFT-Test Fixture

Wechselcassette Richtung  Schaltgruppe (PCB / UUT)

bewegt.

bestehend aus:

und

developed in Germany

- Kostenreduktion

Weitere Vorteile:

 -  jede  Folgeapplikation
wird nur mit einer SFT-Wechselcassette
durchgeführt

- kürzeste Leitungswege mit  Option  DCR -
Technologie (flexible Leiterplatte)

- direkte Kontaktierung zum Testsystem

- direktes Messen der Signale an  der  Hülse
einfach möglich

- 6-fach Führung womit eine extreme
Genauigkeit erzielt wird

- beidseitige Kontaktierung  einfach  zu
realisieren

- ESD-gerechte Ausführung als Standard
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

werden vermieden.

SFT- Test Fixture Technologie

Erfüllen Sie die Anforderungen der ISO9001 - / TS16949 
und unterscheiden Sie sich von Ihren Wettbewerbern.

Mowa Prüftechnik GmbH
Bergstraße 34, 78234 Engen

www.mowa-prueftechnik.de

E-Mail: mowa.engen@t-online.de

Fax. +49 (0) 7733 1763

Tel. +49 (0) 7733-1723
P R Ü F T E C H N I K
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SFT-Test Fixture realisiert in DCR - Technologie (flexible Leiterplatte)

Grundsystem SFT-Test Fixture für GR228x und TSxxx, andere Testsysteme auf Anfrage

Referenz: SFT-Test Fixture GR228x_1SFT-Test Fixture GR228x_2 SFT-Test Fixture GR228x_3

für Nutzfläche (X x Y): 234 x 160 mm 275 x 215 mm 350 x 300 mm

Produkthöhe: Standard bis 45 mm, alle Höhen sind damit realisierbar

Anzahl der Receiver Pins: 512 Testpins 1024 Testpins 1280 Testpins

erweiterbar: ja ja ja

Bestell - Nr.: SFT GR228x_1 SFT GR228x_2 SFT GR228x_3

Jede Applikation erfolgt mit dem Einsatz einer SFT-Wechselcassette_x inclusive einer PCB - Plate

(PCB / UUT - Auflageplatte)

Referenz: SFT-Test Fixture SFT-Test Fixture SFT-Test Fixture

Wechselcassette_1 Wechselcassette_2 Wechselcassette_3

für Nutzfläche (X x Y):

Bestell-Nr.: SFT-W_1 SFT-W_2 SFT-W_3

Preis: auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Highlight für PCB - Layout Entwickler

234 x 160 mm 275 x 215 mm 350 x 300 mm

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage



1 = BGA
2 = PCB / UUT
3 = Dichtung
4 = Abstandshalter
5 = Druckplatte
6 = Prüffederkontakt

Konventioneller Prüfadapter mit Dichtung, bzw. mit Haube

1 = BGA
2 = PCB / UUT
3 = Niederhalter
4 = Oberseite der Haube
5 = Druckplatte
6 = Prüffederkontakt
7 = Abstandshalter

1 = BGA
2 = PCB / UUT
3 = Abstandshalter 
4 = PCB / UUT Auflageplatte
5 = Prüffederkontakt
6 = SFT-Wechselcassette

besteht aus 6a / 6b / 6c

SFT-Test Fixture

Die Schaltgruppe wird in der dynamischen  Anzugsphase  leicht  deformiert, bzw.  wird  im  Endzustand
nach dem Anziehen plan gedrückt. Bei Vakuum wirken Kräfte von bis zu 300 kg . Falls die Schaltgruppe
(PCB / UUT) leichte Unebenheiten aufweist, welches in der Praxis öfter vorkommt, so können durch das
Plan drücken Risse an den Ball - Points  von  BGAs,  FPGAs, an den  Anschlüssen  von  LSIs  sowie  an

cassette  (6)  bewegt  sich  in  Richtung Prüfling und verbindet  die Testpins des  InCircuit - Testsystems

Die Schaltgruppe  liegt  auf  der  PCB / UUT  Auflageplatte (4)  auf. Der  Höhenausgleich  erfolgt  durch
gefederte Abstandshalter. Es erfolgt kein Plan drücken  der  Schaltgruppe. Die  SFT-Wechsel-

Durch diese  positiven   Eigenschaften  von  SFT-Test  Fixture  ist  eine  Rissbildung  an  den
Lötstellen von BGAs, FPGAs, an den Anschlüssen von LSIs und an Keramikkondensatoren unmöglich.

6a = Führungsplatte Prüffederkontakte
6b = SFT-Plate für Prüffederkontakte
6c = Schutzplatte

mit dem Prüfling (PCB / UUT).

Durch Deformierung, durch  Plan drücken der
Schaltgruppe (PCB / UUT)  können  Risse  an
den Ball - Points von BGAs, FPGAs  und  den
Anschlüssen von LSIs enstehen. Auch können
Risse an Keramikkondensatoren entstehen.

Auch eine Stressanalyse der Schaltgruppe (PCB / UUT) mit diversen Optimierungen  behebt  nicht

das Problem bei   einer   kompletten   Produktionsserie. Die  Stressanalyse  bezieht  sich  höchstens

auf diverse einzelne  Muster. In  jeder Produktionsserie gibt es  leicht  deformierte Schaltgruppen.

Um dies zu vermeiden, gibt es hierfür nur eine Lösung. Die Lösung hierfür  heisst:

den Keramikkondensatoren entstehen.
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SFT-Test Fixture Technologie

ISO9001 - / TS16949 - zertifizierte Kunden

"Prüfung nach dem neuesten Stand der Technik"

developed in Germany

für

ein "Muss"

SFT-Test Fixture GR228x_1
für Produktgrössen bis zu: 234 x 160mm

512 Testpins SFT-Test Fixture GR228x_1
ohne Schutzplatte

SFT-Test Fixture GR228x_3

SFT-Test Fixture GR228x_3
für Produktgrössen bis 350 x 300 mm

1280 Testpins



SFT-Test Fixture Technologie

ISO9001 - / TS16949 - zertifizierte Kunden

"Prüfung nach dem neuesten Stand der Technik"

developed in Germany

für

ein "Muss"

Für jede weitere Applikation wird nur benötigt:

- Platte mit Niederhaltern
- SFT-Test Fixture PCB - Plate (PCB / UUT - Auflageplatte)

Störungsfreies Testen

Durch wenige, kurze Verdrahtungen läuft das System, nach 
einmaliger Einstellung, völlig störungsfrei.
Die Verbindungen zur Schnittstelle werden mit 
Flexleitungen hergestellt.
Diese sind passend für jede Schnittstelle erhältlich.

Mit der Capversion sind die Leiterplatten auch 
beidseitig kontaktierbar




